
（株）エーアンドエー茨城　コダック（同）　タカナシ乳業（株） ■有 □無

　日本板硝子（株）日本電波工業（株）三井化学（株） ■可 □否 有（韓国、中国）

（株）日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 　矢崎部品（株）　

 ■ 原価低減  ■ 品質/性能向上 ・実装基板防湿塗布 ・UV系液剤塗布

 □ 軽量化  ■ 安全/環境対策/CN対応 ・各種接着剤部分塗布 ・無溶剤型シリコーン材塗布

 ■ 生産（作業）性向上  ■ その他（低コスト自動化推進） ・潤滑剤塗布 ・各種導電剤ライン塗布

従来の非接触で帯状塗布するには、 開発した１流体塗布ノズルで200～3000センチポイズ(CPS)
粘度２００センチポイズ（CPS)が限界であった。 の塗布液を、フィルム状パターンを形成して帯状塗布や

面塗布が可能な液膜形成塗布システム。
・ 【溶剤型塗布剤を帯状塗布する場合】 ・ 【溶剤型塗布剤を帯状塗布する場合】

100CPS以下に希釈して使用 ２００～１０００CPSの原液をそのまま使用
溶剤使用量多く、厚塗りが不可 厚塗りが1回で可能

フィルムコートガン

装置フロー 矩形ノズルにて

・ 【無溶剤型塗布剤】 ・ 【無溶剤型塗布剤】
2流体スプレー塗布が一般的で帯状境界部が不鮮明 生産性が大幅アップ
塗布速度が２００㎜/秒以下でないと成膜不十分 鮮明な帯状パターン幅で厚塗り可能
生産性が悪く液詰まり,飛散しやすい 開発ノズルを使用して塗布速度300～800mm/秒

粘度970ｍPas 防湿絶縁材 Dow Corning1-2577

塗布速度60～120mm/sec
２流体塗布装置フロー 　MAX1000mm/sec対応

・粘度3000CPSまでの液体材料等を見切りの良い ・薄膜形成塗布には不適
  フィルム状パターンによる塗布が可能
・±２０％の粘度範囲でも塗布安定性が良い ・薄塗用にはFSCC06マイクロスプレーにて対応
・基板防湿塗布の表面塗布にも最適である
・５０%以上の生産性改善

60％以上削減 - ５０％向上

埼玉県川口市前川３－７－１５AZAMI101

連絡先

 Ｔel No. ：

海外対応

<< 提案内容 >>

tshimada@shimadaappli.com島田　隆治 担当名 ：

 URL     ：http://shimadaappli.com/
048-269-7703

主要取引先

 部署名 ：代表社員

□ アイデア, □ 試作/実験, □ 開発完了, ■製品化完了

開発進度 　（２０２４年７月　現在）

 E-mail  ：
海外拠点

提案名 工法 新規性

会社名 所在地

 □部品　□素材/材料　　■設備/装置　□金型/治工具　□ｼｽﾃﾑ/ｿﾌﾄｳｴｱ　□その他（　　　　　　　）

Ｓｈｉｍａｄａ　Ａｐｐｌｉ(同)　

世界初34-1 高粘度液体の飛散レス帯状塗布装置
非接触帯状塗布

5０％以上向上

適用可能な製品/分野

コスト 軽量化 その他（品質、環境対策）

新技術・新工法

ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ（製造可能な精度/材質等）

数値割合

国内特許取得済

生産/作業性

パテント有無

従来

問題点（課題）と対応方法

項目

提案の狙い

従来との比較

展示No
区分

Low Pressure Reg.

Filter

Coating Pattern
8L Tunk

Heater

Film Coat Gun

SOL

Ope. Air Low Pre.Pump

エアーIN

7 861015111312

19

18 5 9141

SPRAY CONTROLLER

PowerAtomizerTrigger

AfterBefore

Atomizing

O UT

SET

PR ESSURE

O U T

SET

P RESSURE

4 32

Y +

Z

+

αアクチュエーター

Θアクチュエーター

θ

α

300 400 500

148±2 117±1.5 96±1.5

14.4±0.２ 14±0.１ 13.3±0.１

131±４ 100±３ 91±３

16.8±0.３ 16.3±0.１ 14.3±0.１

塗布速度

（mm/sec)

塗布高さ

１０ｍｍ

膜厚(μｍ）

塗布幅（mm）

塗布高さ

１5ｍｍ

膜厚(μｍ）

塗布幅（mm）


